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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成23年9月29日(2011.9.29)

【公開番号】特開2008-274390(P2008-274390A)
【公開日】平成20年11月13日(2008.11.13)
【年通号数】公開・登録公報2008-045
【出願番号】特願2007-146197(P2007-146197)
【国際特許分類】
   Ｃ２３Ｃ  18/31     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   3/18     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  18/20     (2006.01)
   Ｃ２５Ｄ   5/56     (2006.01)
   Ｃ２５Ｄ   7/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２３Ｃ  18/31    　　　Ｚ
   Ｈ０５Ｋ   3/18    　　　Ａ
   Ｈ０５Ｋ   3/18    　　　Ｂ
   Ｃ２３Ｃ  18/20    　　　Ｚ
   Ｃ２５Ｄ   5/56    　　　　
   Ｃ２５Ｄ   7/00    　　　Ｊ

【手続補正書】
【提出日】平成23年8月11日(2011.8.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ１）基板上に、めっき触媒又はその前駆体と相互作用を形成する多座配位可能な非
解離性官能基を有するポリマーを生成させて、該ポリマーからなるポリマー層を形成する
工程と、
　（ａ２）該ポリマー層に多座配位可能なめっき触媒又はその前駆体を付与する工程と、
　（ａ３）該ポリマー層に該多座配位可能なめっき触媒又はその前駆体とは異なる金属を
含有させる工程と、
　（ａ４）該多座配位可能なめっき触媒又はその前駆体に対してめっきを行う工程と、
を有することを特徴とする金属膜付基板の作製方法。
【請求項２】
　前記めっき触媒又はその前駆体と相互作用を形成する多座配位可能な非解離性官能基が
、含窒素官能基、含酸素官能基、又は含硫黄官能基であることを特徴とする請求項１に記
載の金属膜付基板の作製方法。
【請求項３】
　前記めっき触媒又はその前駆体と相互作用を形成する多座配位可能な非解離性官能基が
、含窒素官能基であることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の金属膜付基板の作
製方法。
【請求項４】
　前記多座配位可能なめっき触媒又はその前駆体が、パラジウム或いはパラジウムイオン
であることを特徴とする請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の金属膜付基板の作製
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方法。
【請求項５】
　前記多座配位可能なめっき触媒又はその前駆体とは異なる金属が、銀、銅、ニッケル、
コバルト、錫、クロム、又は亜鉛であることを特徴とする請求項１～請求項４のいずれか
１項に記載の金属膜付基板の作製方法。
【請求項６】
　前記ポリマーが、めっき触媒又はその前駆体と相互作用を形成する多座配位可能な非解
離性官能基を有し、且つ、前記基板と直接化学結合したポリマーである請求項１～請求項
５のいずれか１項に記載の金属膜付基板の作製方法。
【請求項７】
　請求項１～請求項６のいずれか１項に記載の金属膜付基板の作製方法により得られた金
属膜付基板。
【請求項８】
　（ｂ１）基板上に、めっき触媒又はその前駆体と相互作用を形成する多座配位可能な非
解離性官能基を有するポリマーを生成させて、該ポリマーからなるポリマー層を形成する
工程と、
　（ｂ２）該ポリマー層に多座配位可能なめっき触媒又はその前駆体を付与する工程と、
　（ｂ３）該ポリマー層に該多座配位可能なめっき触媒又はその前駆体とは異なる金属を
含有させる工程と、
　（ｂ４）該多座配位可能なめっき触媒又はその前駆体に対してめっきを行う工程と、
　（ｂ５）形成されためっき膜をパターン状にエッチングする工程と、
を有することを特徴とする金属パターン材料の作製方法。
【請求項９】
　（ｃ１）基板上に、めっき触媒又はその前駆体と相互作用を形成する多座配位可能な非
解離性官能基を有するポリマーを生成させて、該ポリマーからなるポリマー層をパターン
状に形成する工程と、
　（ｃ２）該ポリマー層に多座配位可能なめっき触媒又はその前駆体を付与する工程と、
　（ｃ３）該ポリマー層に該多座配位可能なめっき触媒又はその前駆体とは異なる金属を
含有させる工程と、
　（ｃ４）該多座配位可能なめっき触媒又はその前駆体に対してめっきを行う工程と、
を有することを特徴とする金属パターン材料の作製方法。
【請求項１０】
　前記めっき触媒又はその前駆体と相互作用を形成する多座配位可能な非解離性官能基が
、含窒素官能基、含酸素官能基、又は含硫黄官能基であることを特徴とする請求項８又は
請求項９に記載の金属パターン材料の作製方法。
【請求項１１】
　前記めっき触媒又はその前駆体と相互作用を形成する多座配位可能な非解離性官能基が
、含窒素官能基であることを特徴とする請求項８～請求項１０のいずれか１項に記載の金
属パターン材料の作製方法。
【請求項１２】
　前記多座配位可能なめっき触媒又はその前駆体が、パラジウム或いはパラジウムイオン
であることを特徴とする請求項８～請求項１１のいずれか１項に記載の金属パターン材料
の作製方法。
【請求項１３】
　前記多座配位可能なめっき触媒又はその前駆体とは異なる金属が、銀、銅、ニッケル、
コバルト、錫、クロム、又は亜鉛であることを特徴とする請求項８～請求項１２のいずれ
か１項に記載の金属パターン材料の作製方法。
【請求項１４】
　前記ポリマーが、めっき触媒又はその前駆体と相互作用を形成する多座配位可能な非解
離性官能基を有し、且つ、前記基板と直接化学結合したポリマーである請求項８～請求項
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１３のいずれか１項に記載の金属パターン材料の作製方法。
【請求項１５】
　請求項８～請求項１４のいずれか１項に記載の金属パターン材料の作製方法により得ら
れた金属パターン材料。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明者は、上記課題に鑑みて鋭意検討した結果、以下に示す手段により上記目的を達
成しうることを見出した。
　＜１＞　（ａ１）基板上に、めっき触媒又はその前駆体と相互作用を形成する多座配位
可能な非解離性官能基を有するポリマーを生成させて、該ポリマーからなるポリマー層を
形成する工程と、（ａ２）該ポリマー層に多座配位可能なめっき触媒又はその前駆体を付
与する工程と、（ａ３）該ポリマー層に該多座配位可能なめっき触媒又はその前駆体とは
異なる金属を含有させる工程と、（ａ４）該多座配位可能なめっき触媒又はその前駆体に
対してめっきを行う工程と、を有することを特徴とする金属膜付基板の作製方法である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　＜５＞　前記多座配位可能なめっき触媒又はその前駆体とは異なる金属が、銀、銅、ニ
ッケル、コバルト、錫、クロム、又は亜鉛であることを特徴とする＜１＞～＜４＞のいず
れか１に記載の金属膜付基板の作製方法である。
　＜６＞　前記ポリマーが、めっき触媒又はその前駆体と相互作用を形成する多座配位可
能な非解離性官能基を有し、且つ、前記基板と直接化学結合したポリマーである＜１＞～
＜５＞のいずれか１に記載の金属膜付基板の作製方法である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　＜７＞　＜１＞～＜６＞のいずれか１に記載の金属膜付基板の作製方法により得られた
金属膜付基板である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　＜８＞　（ｂ１）基板上に、めっき触媒又はその前駆体と相互作用を形成する多座配位
可能な非解離性官能基を有するポリマーを生成させて、該ポリマーからなるポリマー層を
形成する工程と、（ｂ２）該ポリマー層に多座配位可能なめっき触媒又はその前駆体を付
与する工程と、（ｂ３）該ポリマー層に該多座配位可能なめっき触媒又はその前駆体とは
異なる金属を含有させる工程と、（ｂ４）該多座配位可能なめっき触媒又はその前駆体に
対してめっきを行う工程と、（ｂ５）形成されためっき膜をパターン状にエッチングする
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工程と、を有することを特徴とする金属パターン材料の作製方法である。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　＜９＞　（ｃ１）基板上に、めっき触媒又はその前駆体と相互作用を形成する多座配位
可能な非解離性官能基を有するポリマーを生成させて、該ポリマーからなるポリマー層を
パターン状に形成する工程と、（ｃ２）該ポリマー層に多座配位可能なめっき触媒又はそ
の前駆体を付与する工程と、（ｃ３）該ポリマー層に該多座配位可能なめっき触媒又はそ
の前駆体とは異なる金属を含有させる工程と、（ｃ４）該多座配位可能なめっき触媒又は
その前駆体に対してめっきを行う工程と、を有することを特徴とする金属パターン材料の
作製方法である。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　＜１０＞　前記めっき触媒又はその前駆体と相互作用を形成する多座配位可能な非解離
性官能基が、含窒素官能基、含酸素官能基、又は含硫黄官能基であることを特徴とする＜
８＞又は＜９＞に記載の金属パターン材料の作製方法である。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　＜１１＞　前記めっき触媒又はその前駆体と相互作用を形成する多座配位可能な非解離
性官能基が、含窒素官能基であることを特徴とする＜８＞～＜１０＞のいずれか１に記載
の金属パターン材料の作製方法である。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　＜１２＞　前記多座配位可能なめっき触媒又はその前駆体が、パラジウム或いはパラジ
ウムイオンであることを特徴とする＜８＞～＜１１＞のいずれか１に記載の金属パターン
材料の作製方法である。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　＜１３＞　前記多座配位可能なめっき触媒又はその前駆体とは異なる金属が、銀、銅、
ニッケル、コバルト、錫、クロム、又は亜鉛であることを特徴とする＜８＞～＜１２＞の
いずれか１に記載の金属パターン材料の作製方法である。
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　＜１４＞　前記ポリマーが、めっき触媒又はその前駆体と相互作用を形成する多座配位
可能な非解離性官能基を有し、且つ、前記基板と直接化学結合したポリマーである＜８＞
～＜１３＞のいずれか１に記載の金属パターン材料の作製方法である。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　＜１５＞　＜８＞～＜１４＞のいずれか１に記載の金属パターン材料の作製方法により
得られた金属パターン材料である。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　以下、本発明を詳細に説明する。まず、本発明の金属膜付基板の作製方法について説明
する。
＜金属膜付基板の作製方法＞
　本発明の金属膜付基板の作製方法は、（ａ１）基板上に、めっき触媒又はその前駆体と
相互作用を形成する多座配位可能な非解離性官能基を有するポリマーを生成させて、該ポ
リマーからなるポリマー層を形成する工程と、（ａ２）該ポリマー層に多座配位可能なめ
っき触媒又はその前駆体を付与する工程と、（ａ３）該ポリマー層に該多座配位可能なめ
っき触媒又はその前駆体とは異なる金属を含有させる工程と、（ａ４）該多座配位可能な
めっき触媒又はその前駆体に対してめっきを行う工程と、を有することを特徴とする。
　以下、各工程について説明する。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
〔（ａ１）工程〕
　（ａ１）工程では、基板上に、めっき触媒又はその前駆体と相互作用を形成する多座配
位可能な非解離性官能基を有するポリマーを生成させて、該ポリマーからなるポリマー層
を形成する。この工程により、基板上に、めっき触媒又はその前駆体と相互作用を形成す
る多座配位可能な非解離性官能基（以下、単に、「相互作用性基」と称する場合がある。
）を有し、且つ、該基板と直接化学結合したポリマーからなるポリマー層を形成すること
ができる。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１３】
＜金属パターン材料の作製方法（１）＞
　本発明の金属パターン材料の作製方法の第１の態様は、（ｂ１）基板上に、めっき触媒
又はその前駆体と相互作用を形成する多座配位可能な非解離性官能基を有するポリマーを
生成させて、該ポリマーからなるポリマー層を形成する工程と、（ｂ２）該ポリマー層に
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多座配位可能なめっき触媒又はその前駆体を付与する工程と、（ｂ３）該ポリマー層に該
多座配位可能なめっき触媒又はその前駆体とは異なる金属を付与する工程と、（ｂ４）該
多座配位可能なめっき触媒又はその前駆体に対してめっきを行う工程と、（ｂ５）形成さ
れためっき膜をパターン状にエッチングする工程と、を有することを特徴とする。
　以下、金属パターン材料の作製方法（１）における（ｂ１）工程～（ｂ５）工程につい
て説明する。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１４】
〔（ｂ１）工程〕
　（ｂ１）工程では、基板上に、めっき触媒又はその前駆体と相互作用を形成する多座配
位可能な非解離性官能基を有するポリマーを生成させて、該ポリマーからなるポリマー層
を形成する。この工程により、基板上に、めっき触媒又はその前駆体と相互作用を形成す
る多座配位可能な非解離性官能基（相互作用性基）を有し、且つ、該基板と直接化学結合
したポリマーからなるポリマー層を形成することができる。
　この金属パターン材料の作製方法（１）における（ｂ１）工程は、前記金属膜付基板の
作製方法における（ａ１）工程と同一であり、好ましい態様も同様である。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２２】
＜金属パターン材料の作製方法（２）＞
　本発明の金属パターン材料の作製方法の第２の態様は、（ｃ１）基板上に、めっき触媒
又はその前駆体と相互作用を形成する多座配位可能な非解離性官能基を有するポリマーを
生成させて、該ポリマーからなるポリマー層をパターン状に形成する工程と、（ｃ２）該
ポリマー層に多座配位可能なめっき触媒又はその前駆体を付与する工程と、（ｃ３）該ポ
リマー層に該多座配位可能なめっき触媒又はその前駆体とは異なる金属を含有する工程と
、（ｃ４）該多座配位可能なめっき触媒又はその前駆体に対してめっきを行う工程と、を
有することを特徴とする。
　即ち、前記金属パターン材料の作製方法（１）においては、基板上の全面に亘ってポリ
マー層を形成し、該ポリマー層上に形成されためっき膜を除去することにより、所望の金
属パターンを形成する態様であるが、金属パターン材料の作製方法（２）は、基板上に、
ポリマー層をパターン状に形成し、該パターン状のポリマー層に応じた金属パターンを形
成するものである。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２４】
〔（ｃ１）工程〕
　（ｃ１）工程では、基板上に、めっき触媒又はその前駆体と相互作用を形成する多座配
位可能な非解離性官能基を有するポリマーを生成させて、該ポリマーからなるポリマー層
をパターン状に形成する。この工程により、基板上に、めっき触媒又はその前駆体と相互
作用を形成する多座配位可能な非解離性官能基を有し、且つ、該基板と直接化学結合した
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ポリマーからなるポリマー層をパターン状に形成することできる。
　この金属パターン材料の作製方法（２）における（ｃ１）工程は、前記金属膜付基板の
作製方法における（ａ１）工程で説明した手段に準じるものであり、金属膜付基板の作製
方法では、基板の全面にポリマー層を形成したが、本態様では、ポリマー層をパターン状
に形成したものである。
　より具体的には、金属膜付基板の作製方法における（ａ１）工程において、表面グラフ
ト重合法を用いた場合には、基板の全面にエネルギー付与を行うことでポリマー層を形成
したが、（ｃ１）工程では、ポリマー層の形成において、パターン状にエネルギー付与を
行い、ポリマー層をパターン状に形成するものである。
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